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Reparatur flexibler Leiterbahnen
Leiter- Konformi-
Verfahren Beschreibung lllustration plattentyp Fertigkeiten tatsgrad
711 Reparatur flexibler Leiterbahnen F Experte Mittel
8 Drahte
8.1 SpleiBen
_ Leiter- Konformi-
Verfahren Beschreibung plattentyp Fertigkeiten tatsgrad
8.1.1 FlechtspleiRen N/A Mittel Niedrig
8.1.2 WickelspleiRung N/A Mittel Niedrig
8.1.3 HakenspleilRung N/A Mittel Niedrig
8.1.4 Uberlappspleifung N/A Mittel Niedrig
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Allgemeine Angaben und haufig angewendete Verfahren

1 Allgemein

1.1 Geltungsbereich Das Handbuch beinhaltet Beschrei-
bungen von Verfahren zu Reparaturen und Nacharbeit

von Baugruppen von gedruckten Leiterplatten. Es enthilt
zusammenfassend alle Informationen des Unterausschusses
Reparaturfahigkeit (7-34) des Ausschusses fiir Produktsi-
cherung des IPC. Diese Ausgabe beriicksichtigt in be-
sonderem Mafle den Einsatz bleifreier Verfahren sowie
ergidnzende Abnahmekriterien fiir bestimmte Arbeits-
ablaufe, z. B. Reparaturen, fiir die ansonsten keine
veroffentlichten Kriterien vorliegen.

Dieses Handbuch schrénkt in keiner Weise die maximal
zuldssige Zahl von Nacharbeitsgéingen, Anderungen oder
Reparaturen von bestiickten Leiterplatten ein.

1.2 Aufgabe Das Handbuch beschreibt die Prozessvor-
aussetzungen, Werkzeuge, Material und Methoden fiir die
Durchfiihrung von Anderungen, Nacharbeit, Reparatur,
Revision oder Wiederherstellung elektronischer Produkte.
Das Handbuch orientiert sich weitgehend an den Defini-
tionen der Produktklassen in den Dokumenten der IPC, z.
B. J-STD-001 und IPC-A-610, es ist jedoch fiir elektroni-
sche Gerite jeglicher Art giiltig. Wird das Handbuch

als verbindliches Dokument fiir die Durchfithrung

von Anderungen, Nacharbeit, Reparatur, Revision

oder Wiederherstellung von Produkten vereinbart,

sind die festgelegten Arbeitsabldufe verbindlich.

Fiir die Durchfiihrung spezieller Reparaturen und
Nacharbeiten werden durch IPC die iiblichsten
Ausriistungen, Gerite und Prozesse angegeben. Es

ist jedoch moglich, die gleichen Arbeiten mit Hilfe
anderer Ausriistungen und Geréte durchzufiihren.
Werden andere Ausriistungen und Gerédte verwendet,
liegt die Entscheidung iiber Qualitit und Beschaffenheit
der bearbeiteten Baugruppe in der Verantwortung des
Anwenders.

1.2.1 Festlegung von Anforderungen Das Handbuch
erfiillt eine Anleitungsfunktion. Es bestehen keine
speziellen Anforderungen oder Kriterien. Diese sind
getrennt in den Vertragsunterlagen oder in anderweitiger
Dokumentation durch den Anwender festzulegen.
Formulierungen, bei denen Hilfsverben, z. B. “miissen”,
“sollen” oder Verben im Imperativ/Infinitiv verwendet
werden, heben Punkte von besonderer Bedeutung
hervor. Werden diese dringenden Empfehlungen nicht
eingehalten, besteht die Gefahr, dass der Endanwender
mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist und weiterer
Schaden die Folge sein kann.

1.3 Hintergrund Die modernen elektronischen
Baugruppen sind von héherer Komplexitat und kleineren
Abmessungen als je zuvor. Dennoch lassen sie sich bei
Anwendung geeigneter Methoden erfolgreich verdndern,
nacharbeiten und Instand setzen. Es ist das Anliegen
dieses Handbuches, Anwendern bei Reparatur,
Nacharbeit und technischen Verdnderungen an
elektronischen Baugruppen bei gleichzeitiger

Sicherung moglichst geringer Auswirkungen auf
Endfunktion und Zuverldssigkeit zu unterstiitzen.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Verfahren und
Methoden wurden von Baugruppenherstellern, Herstellern
von gedruckten Leiterplatten und Anwendern erhoben,
die die Notwendigkeit der Dokumentierung der héufigsten
Methoden fiir Nacharbeit, Reparatur und technischen
Anderungen erkannt haben. Diese Methoden haben

sich durch Tests und ausgedehnte Feldfunktionalitdt im
Allgemeinen als fiir die jeweils genannte Produktklasse
geeignet erwiesen. Die in diesem Handbuch erfassten
Verfahren und Methoden wurden von zahlreichen
kommerziellen und militdrischen Einrichtungen zur
Verfiigung gestellt, deren Aufzéhlung den Rahmen
dieses Handbuches tibersteigt. Bei Bedarf hat der
Unterausschusses Reparaturfihigkeit Anderungen

von Methoden und Verfahren berticksichtigt, um
aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

1.4 Begriffe und Definitionen Mit Stern (*) gekenn-
zeichnete Definitionen sind IPC-T-50 entnommen und
gelten fiir dieses Handbuch.

PCA (Printed Circuit Assembly) — Leiterplattenbaugruppe

*Nacharbeit — Nachbearbeitung nichtkonformer Artikel mit
originaler oder gleichwertiger Verarbeitung auf eine Weise,
welche die vollstindige Ubereinstimmung des Artikels mit
den entsprechenden Zeichnungen oder Spezifikationen
sichert.

*Anderung — Uberarbeitung der Funktionsfihigkeit
eines Produktes zur Einhaltung neuer Abnahmekriterien.
Anderungen sind im Allgemeinen zur Beriicksichtigung
von Konstruktionsdnderungen erforderlich, die in
Zeichnungen, durch Anderungsauftrige usw. erfolgen.
Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Genehmigung
und bei ausfiihrlicher Darlegung in den geltenden
Unterlagen durchzufiihren.

*Reparatur — Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit
eines defekten Artikels auf eine Weise, welche die
vollstindige Ubereinstimmung des Artikels mit den
entsprechenden Zeichnungen oder Spezifikationen
sichert.






